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Prufungsantrag gem. S 44 PatG tst gesteltt 
® Chipkarte 

@ Chipkarte (1), umfassend eine Kemkarte (28) mit einer 
Transponderfolie (2) und zumindest einer Abdeckfolie (3), 
die mrteinander verbunden sind, wobei die Transponderfolie 
(2) mit einer Induktionsspule (5) versehen ist, wobei die 
Enden (6, 7) der Induktionsspule (5) jewetls mit einem 
An&chiu&kontakt (8, 9) versehen sind und die Abdeckfolie (3) 
eine Ausnehmung (10) aufweist in die ein separat erzeugtes 
Chtptragerelement (11) eingefugt ret, wobei das Chiptriger- 
element (11) folienartig ausgebildet ist und pus einem 
elektrisch nicht lehenden Substrat (12) besteht und auf der 
der Transponderfolie (2) zugewandten Seite zumindest einen 
Chip (13) und zumindest zwei elektrische Letter (14) auf- 
weist wobei die Leiter (14) und der Chip (13) elektrisch 
lertend verbunden sind und wobei die Leiter (14) Gegenkon- 
m takte (15, 16) aufweisen, die mit den Anschlu&kontakten (8, 
f 9) der Induktionsspule (5) verbunden sind. 
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Beschreibung kontakten umf assen, entbehriich. 

Nach einer ersten Ausgestaltung kann die Chipkarte 
Die Erfmdung betrifft eine Chipkarte. als Kombinationschipkarte ausgebildet sein, wobei das 

Chipkarten sind allgemein bekannt wobei ein Ober- Chiptragerelement auf der der Transponderfolie abge- 
blick fiber solche Karten und deren Anwendung in der 5 wandten Seite Kontaktflachen aufweist und wobei die 
"Elektronik^Zeitschrift, Heft 26/1993 gegeben ist Chip- Kontaktflachen, der Chip und die Leiter durch eine elek- 
karten gelangen beispielsweise als Telefonkarten, Kran- trische Verbindung miteinander verbunden sind. Die 
kenkassenkarten oder 'als Zutrittskontrollkarten zur Durchkontaktierungen, die das Chiptragerelement 
Anwendung. Weit verbreitet sind reine Kontakt-Chip- durchdringen, bewirken zuverlassige elektrisch leitende 
karten, die aus einem Kartenkorper und einem mit Kon- 10 Verbindungen der funktionswesentlichen Bauteile un- 
taktflachen versehenen Modul bestehen. Diese Karten tereinander wahrend der gesamten Gebrauchsdauer 
konnen fiber ihre Kontakte Energie und Daten mit ei- der Chipkarte. 

nem Schreib-/Lesegerat austauschen. Weiterhin sind Nach einer anderen Ausgestaltung kann die Chipkar- 
demnach kontaktlose Chipkarten bekannt, die durch in- te kontaktlos ausgeffihrt sein, wobei das Chiptragerele- 
duktive oder kapazitive Kopplung Energie und Daten 15 ment auf der der Transponderfolie abgewandten Seite 
mit dafur geeigneten Schreib-/Lesegeraten austau- durch die ebene Oberflache des Substrats begrenzt ist, 
schen. Ein dritte Ausfuhrungsforrn ist durch sogenannte wobei das Chiptragerelement oberflachenbundig in der 
Kombinationschipkarten gebildet, die Energie und Da- die Ausnehmung aufweisenden Abdeckfolie angeordnet 
ten sowohl fiber Kontakte als auch kontaktlos mit ist und wobei durch induktive oder kapazitive Kopplung 
Schreib-/Lesegeraten austauschen konnen. 20 Energie und Daten von der Chipkarte kontaktlos auf ein 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Chip- SchreibeVLesegerat fibertragbar sind. Die Abdeckfolie 
karte derart weiterzuentwickeln, daB fur kontaktlose ist tiefziehbar und als Schutzfolie ausgebildet und fiber- 
Chipkarten und Kombinationschipkarten ein Chiptra- deckt das Chiptragerelement vollstandig. Hierbei ist 
gerelement und eine Transponderfolie in einfacher und von Vorteil, daB das fur die Funktion der Chipkarte 
zuverlassigerWeise in den Kartenkorper montiertwer- 25 wesentliche Chiptragerelement ausgezeichnet vor au- 
denkonnea Beren Einflussen geschutzt ist, Beschadigungen der 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale von An- Chipkarte dadurch vermieden werden und eine zuver- 
spruch 1 gelost Auf vorteilhafte Ausgestaltungen neh- lassige Funktion der Chipkarte wahrend einer langen 
men die Unteransprfiche Bezug. Gebrauchsdauer gewahrleistet ist Durch die kontaktlo- 

Zur Losung der Aufgabe ist eine Chipkarte vorgese- 30 se Datenfibertragung von der Chipkarte auf das 
hen, umfassend eine Kernkarte mit einer Transponder- Schreib-/Lesegerat werden die Nachteile reiner Kon- 
f olie und zumindest einer Abdeckfolie, die miteinander takt-Chipkarten vermieden, wie beispielsweise Obertra- 
verbunden sind, wobei die Transponderfolie mit einer gungsf ehler durch verschmutzte/beschadigte Kontakte. 
Induktionsspule versehen ist, wobei die Enden der In- Auch bei dieser Ausgestaltung wird das Chiptrager- 
duktionsspule jeweils mit einem AnschluBkontakt ver- 35 element als separates Bauteil erzeugt und erst im An- 
sehen sind und die Abdeckfolie eine Ausnehmung auf- schluB an seine Prufung und die Prufung des Kartenkor- 
weist, in die ein separat erzeugtes Chiptragerelement pers in die Ausnehmung der Oberflache der Chipkarte 
eingefugt ist, wobei das Chiptragerelement folienartig im wesentlichen oberflachenbundig eingesetzt 
ausgebildet ist und aus einem elektrisch nicht leitenden Die folgenden vorteilhaften Ausgestaltungen konnen 
Substratbesteht und auf der der Transponderfolie zuge- 40 sowohl in Verbindung mit Kombinationschipkarten als 
wandten Seite zumindest einen Chip und zumindest auch in Verbindung mit kontaktlosen Chipkarten zur 
zwei elektrische Leiter aufweist, wobei die Leiter und Anwendung gelangen. 

der Chip elektrisch leitend verbunden sind und wobei Die Induktionsspule ist bevorzugt zwischen den An- 
die Leiter Gegenkontakte aufweist, die mit den An- schluBkontakten spiralig ausgebildet und umschlieBt 
schluBkontakten der Induktionsspule verbunden sind. 45 den Chip mit zumindest einer Windung umfangsseitig 
Hierbei ist von Vorteil, daB durch das separat erzeugte ganz, wobei die am Chiptragerelement angeordneten 
Chiptragerelement der auf dem Chiptragerelement an- Leiter eine Kontaktbrficke bilden, die die Windung an 
geordnet Chip sowie die elektrischen Leiter vor der zumindest einer Stelle kurzschluBfrei fibergreift Hier- 
Montage in die Ausnehmung der Chipkarte auf ihre bei ist von Vorteil, daB einer der AnschluBkontakte auf 
Funktion gepruft werden konnen und daB der Karten- 50 der dem Chiptragerelement zugewandten Seite der 
korper der Chipkarte, umfassend zumindest eine zwi- Windung und der andere AnschluBkontakt auf der dem 
schen Oberflachenfolien angeordnete Transponderfolie Chiptrager abgewandten Seite der Windung angeord- 
vor der Montage des Chiptragerelements ebenfalls ge- net sein kann. Durch diese einfache Ausgestaltung der 
pruft werden Vann, urn zu vermeiden, daB ein teures Windung wird die Herstellung der Transponderfolie 
Chiptragerelement in einen beschadigten/defekten Kar- 55 wesentlichen vereinf acht, da die Windung der Induk- 
tenkorper eingesetzt wird. AuBerdem ist die Herstel- tionsspule keinerlei Kreuzungspunkte aufweist Eine zu- 
lung des Kartenkorpers wesentlich vereinfacht, da Be- satzliche Isolierung sich kreuzender Windungen zur 
schadigungen des Chiptragerelements durch Laminier- Vermeidung eines Kurzschlusses ist daher nicht erfor- 
oder SpritzguBprozesse zur Herstellung des Kartenkor- derlich. Dadurch, daB die Leiter und die mit den Leitern 
pers ganzlich ausgeschlossen sind. 60 elektrisch verbundenen Gegenkontakte bezogen auf die 

Ein groBer Vorteil der erfindungsgemaBen Chipkarte Transponderfolie einen Bestandteil des separat erzeug- 
ist darin zu sehen, daB die AnschluBkontakte einen Be- ten Chiptragerelements bilden, ist die Erzielung dieser 
standteil der in der Transponderfolie befindlichen In- Vorteilemoglich. 

duktionsspule bilden, wahrend die Gegenkontakte mit Um eine gute Funktion und Signalubertragung vom 
den Leitern verbunden sind, die einen Bestandteil des 65 Schreib-/Lesegerat auf die Chipkarte und umgekehrt zu 
Chiptragerelements bildea Durch diese Modulbauwei- erzielen, ist es vorgesehen, daB sich die Windung im 
se sind Transponderfolien, die eine aufwendig gestaltete wesentlichen entlang des umfangsseitigen Rands des 
Induktionsspule mit AnschluBkontakten sowie Gegen- Chipkarte erstreckt Durch die maximale Flache, die die 
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Windung einschheBt, wSoei die Flache nahezu der ge- 
samten Flache der Chipkarte selbst entspricht, ist eine 
ausgezeichnete Obertragungssicherheit bedingt 

Das Chiptragerelement kann von Durchbrechungen 
durchdrungen sein, die auf AnschluBkontakte munden. 
Zur Verbindung des Chiptragerelements mit der Trans- 
ponderfolie, insbesondere der Gegenkontakte mit den 
AnschluBkontakten, werden die Durchbrechungen rait 
einem Leitkleber bzw. einem Lot gefullt, das zumindest 
teilweise in den Durchbrechungen aufsteigt, so daB die 
Kontaktierqualitat visueU kontrolliert werden kann. 

Nach einer anderen Ausgestaltung besteht die Mog- 
lichkeit, daB die die Durchbrechungen begrenzenden 
Wandungen jeweils eine metallische Oberflachenbe- 
schichtung aufweisen, wobei die Oberflachenbeschich- 
tung die Gegenkontakte anliegend beruhrt Die Verbin- 
dung von AnschluBkontakten und Gegenkontakten er- 
folgt dann beispielsweise dadurch, daB mit Hilfe eines 
Lotstempels, der auf die metallische Oberflachenbe- 
schichtung aufgesetzt wird, die Warme fiber die Metall- 
hulse direkt an die Kontaktierstelle herangefuhrt wird, 
so daB kurze Fugezeiten erreicht und bei geeignetem 
Lot Kontaktldtungen durchgefuhrt werden konnen, oh- 
ne die Folien zu beschadigen. 

Nachfolgend wird die erflndungsgemaBe Chipkarte 
anhand der Fig. 1 bis 7 weiter erlautert Diese zeigen in 
schematischer Darstellung: 

Fig. 1 Einen Ausschnitt aus einem ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel der erfindungsgemaBen Chipkarte, die als 
Kombinationschipkarte ausgebildet ist 

Fig. 2 Einen Ausschnitt aus einem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel der erfindungsgemaBen Chipkarte, die zur 
kontaktlosen Obertragung auf ein Schreib-/Lesegerat 
geeignet ist 

Fig. 3 Ein drittes Ausfuhrungsbeispiel, ahnlich dem 
Ausfuhrungsbeispiel aus Fig. 2, wobei das Chiptrager- 
element von einer Schutzf oiie uberdeckt ist 

Fig. 4 Ein Beispiel einer Unterseite eines Chiptrager- 
elements einer Kombinationschipkarte. 

Fig. 5 Eine Draufsicht auf eine Transponderfolie mit 
einer Induktionsspule. 

Fig. 6 Ein erstes Ausfuhrungsbeispiel fur die Verbin- 
dung des Chiptragerelements mit der Transponderfolie. 

Fig. 7 Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel fur die Ver- 
bindung zwischen dem Chiptragerelement und der 
Transponderfolie. 

In den Fig. 1 bis 3 ist jeweils eine Chipkarte 1 gezeigt, 
die im wesentlicben aus einer Transponderfolie 2, einer 
Abdeckfolie 3, einer Oberflachenfolie 4 und einem Chip- 
tragerelement 11 besteht Die Transponderfolie 2 ist als 
Schaltungssubstrat hergestellt und zwischen den beiden 
Folien 3, 4 einlaminiert In der Transpon-derfolie 2 ist als 
Transponder die Induktionsspule 5 angeordnet, wobei 
, die AnschluBkontakte 8, 9 mit den Enden 6, 7 der Induk- 
1 tionsspule 5 verbunden sind. Die AnschluBkontakte 8, 9 
konnen je nach dem, wie sie spater mit den Gegenkon- 
takten 15, 16 des Chiptragerelements 11 verbunden 
werden, mit unterschiedlichen Oberflachen wie z. B. in 
Kupfer blank, Blei/Zinn oder Gold ausgefuhrt werden. 
Das Einlaminieren der Transponderfolie 2 zwischen die 
Folien 3, 4 erfolgt entweder dadurch, daB die Werkstoff e 
der Transponderfolie 2 und der Folien 3, 4 selbst lami- 
nierfahig sind und beispielsweise aus PVC bestehen 
oder mit zusatzlichen KJeberschichten 29, wobei jeweils 
eine Kleberschicht 29 zwischen den Oberflachen 3, 4 der 
Transponderfolie 2 vorgesehen ist Wird der Kartenkdr- 
per der Chipkarte 1 beispielsweise im SpritzguBverfah- 
ren hergestellt, wird die Transponderfolie 2 in das 
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SpritzguBwerkzeug eingelegt und hinterspritzt 

Die Abdeckfolie 3 ist mit einer Ausnehmung 10 verse- 
hen, in die das separat erzeugte Chiptragerelement 11 
eingefugt ist Das Chiptragerelement 11 ist folienartig 
ausgebildet und besteht aus einem elektrisch nicht lei- 
tenden Substrat 12, wobei auf der der Transponderfolie 
2 zugewandten Seite ein Chip 13 und elektrische Leiter 
14 angeordnet sind, wobei die Leiter 14 und der Chip 13 
elektrisch leitend verbunden sind Zwei Leiter 14 sind 
mit den Gegenkontakten 15, 16 versehen, die mit den 
AnschluBkontakten 8, 9 der Induktionsspule 5 beispiels- 
weise verlotet sind Die Leiter 14 bilden die Chipver- 
drahtung und werden fur die Anschlusse an die Induk- 
tionsspule 5 herangezogen. Die elektrische Verbindung 
zwischen den Kontaktfeldern auf der Substratoberseite 
und dem Leiterbild auf derSubstratunterseite kann bei- 
spielsweise durch metallisierte Bohrungen realisiert 
werden, wobei jedoch auch andere Fonnen der elektri- 
schen Verbindung, beispielsweise Nieten, D rahtverbin- 
der oder Silberleitpasten zur Anwendung gelaiigeri kdn- 
nen. Metallisierte Bohrungen werden bevorzugt ver- 
wendet Alle Leiter 14 — bis auf deren AnschluBflachen 
in Form der Gegenkontakte 15, 16 — sind elektrisch 
isoliert Im Ausfuhrungsbeispiel geschieht dies mit einer 
Isolationsschicht 30 auf der Unterseite des Substrats 12. 
Der Chip 13 ist bei den gezeigten Ausfuhrungsbeispie- 
len durch eine Verkapselungsmasse 26 geschutzt 

In Fig. 1 ist ein Ausfuhrungsbeispiel einer Kombina- 
tionschipkarte gezeigt, wobei das Chiptragerelement 11 
der Chipkarte 1 auf der der Transponderfolie 2 abge- 
wandten Seite Kontaktflachen 17 aufweist Die Kon- 
taktflachen 17, der Chip 13 und die Leiter 14 sind elek- 
trisch leitend miteinander verbunden. Das Substrat 12 
ist mit Durchkontaktierungen 18 versehen. Durch die 
Ausfuhrung des Substrats 12 und der Transponderfolie 
2 liegen AnschluB- 8, 9 und Gegenkontakte 15, 16 dicht 
aufeinander, so daB mit konventionellen Fugemethoden 
wie z. B. Loten oder Kleben mit leitfahigen Pasten Chip- 
tragerelement 11 und Transponderfolie 2 elektrisch lei- 
tend verbunden sind 

In den Fig. 2 und 3 ist die Chipkarte 1 kontaktlos 
ausgebildet, wobei die ebene Oberflache 19 des Sub- 
strats 12 die obere Begrenzung des Chiptragerelements 
11 bildet Das Chiptragerelement 11 ist oberflachenbun- 
dig in der Ausnehmung 10 der Abdeckfolie 3 angeord- 
net 

In Fig. 3 ist eine tiefziehbare Abdeckfolie 3 gezeigt, 
die das Chiptragerelement 1 1 vollstandig uberdeckt und 
ais Schutzfolie 21 ausgebildet ist 

In Fig. 4 ist ein Ausfuhrungsbeispiel eines Chiptrager- 
elements 11 in einer Ansicht bhne die Verkapselungs- 
masse aus den Fig. 1 bis 3 gezeigt Der Chip 13 weist 
mehrere Anschlusse auf, von denen Leiter 14 ausgehen. 
Zwei der Leiter 14 sind an ihren Enden mit Gegenkon- 
takten 15, 16 versehen, die im AnschluB an den Einbau 
des Chiptragerelements 11 in die Ausnehmung 10 der 
Chipkarte 1 mit den AnschluBkontakten 8, 9 der Induk- 
tionsspule 5 elektrisch leitend verbunden werden. Der 
Chip 13 und die Leiter 14 sind auf dem Substrat 12 
angeordnet Mit Hilfe der Durchkontaktierung 18 sind 
die Kontaktflachen 1 7 elektrisch leitend verbunden. 

In Fig. 5 ist die Draufsicht auf eine Transponderfolie 2 
gezeigt, wobei zu erkennen ist, daB sich die Induktions- 
spule 5 mit ihren Windungen 22 entlang des umfangssei- 
tigen Rands 23 erstreckt Die Windungen 22 umschlie- 
Ben den Chip 13 vollstandig. In Fig. 5 ist das Chiptrager- 
element 11 nur gestrichelt dargestellt Die Kontaktie- 
rungen 8, 9, 15, 16 sind auf einer Seite des Chips 13 
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Patentanspruche 
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angeordnet Bei vielen Windungen 22 kann es vorteil- 
haft sein, einen Teil der Windungen 22 auf der gegen- 
uberliegenden Seite des Chips 13 entlang zu fuhren und 
ebenfalls z. B. den AnschluBkontakt 9 auf dieser Seite 
anzuordnen. 

In Fig. 6 ist gezeigt, wie das Chiptragerelement 11 mit 
der Transponderfolie 2 verbunden ist In die Durchbre- 
chung 24 wird ein Leitkleber bzw. Lot eingefullt, wobei 
die Fullhdhe und die Oberflache des Leitklebers bzw. 
des Lots Indikatoren fur die Kontaktierqualitat sind, die 
leicht visuell kontrollien werden kann. Die Transpond- 
erfolie 2 besteht bevorzugt aus dem gleichen Material 
wie die beiden Oberflachenfolien 3, 4 die den Karten- 
korper bilden. Die uberwiegende bei Chipkarten einge- 
setzten PVC- bzw. ABS- Materialien vertragen in der 
Regel nur Temperaturbeaufschlagungen von maximal 
etwa 100°C Lotungen sind in diesem Temperaturbe- 
reich nicht durchfuhrbar. Leitklebungen mussen mit 
zwei Komponenten Leitkleber durchgefuhrt werden, 
wobei eine hohere Aushartetemperatur geringere Aus- 
hartezeiten bedingt Oberraschenderweise hat sich ge- 
zeigt, daB in raumlich eng begrenzten Bereichen die 
oben genannten Materialien mit etwa 180°C beauf- 
schlagt werden kdnnen, ohne die Materialien zu schadi- 
gen. Dadurch sind Lotungen und sehr kurze PozeBzei- 25 
ten bei Einsatz von Leitklebern moglich. 

In Fig. 7 ist gezeigt, daB die die Durchbrechungen 24 
begrenzenden Wandungen jeweils eine metallische 
Oberflachenbeschichtung 25 aufweisen, die die Gegen- 
kontakte 15, 16 anliegend beruhren. Der Lotstempel 27 30 
wird direkt auf die metallische Oberflachenbeschich- 
tung 25 aufgesetzt und leitet die Warme an die zu ver- 
schweiBenden Stellen. Hierdurch wird eine kurze Fuge- 
zeit erreicht und Kontaktldtungen konnen durchgefuhrt 
werden, ohne die Folien-Materialien zu schadigen. 

Die Kernkarte ist mh der Bezugsziffer 28, die Isola- 
tionsschicht mit der Bezugsziffer 30 und die Ausneh- 
mung in der Transponderfolie 2 mit der Bezugsziffer 33 
versehen. Leitkleber und Lot sind durch die Bezugszei- 
chen 31, 32 gekennzeichneL 
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1. Chipkarte (1) umfassend eine Kernkarte (28) mit 
einerTransponderfoUe(2)undzumindesteiner Ab- 45 
deckfolie (3), die miteinander verbunden sind, wo- 
bei die Transponderfolie (2) mit einer Induktions- 
spule (5) versehen ist, wobei die Enden (6, 7) der 
Induktionsspule (5) jeweils mit einem AnschluB- 
kontakt (8, 9) versehen sind und die Abdeckfolie (3) 50 
eine Ausnehmung (10) aufweist, in die ein separat 
erzeugtes Chiptragerelement (1 1) eingefugt ist, wo- 
bei das Chiptragerelement (11) folienartig ausgebil- 
det ist und aus einem elektrisch nicht leitenden Sub- 
strat (12) besteht und auf der der Transponderfolie 55 
(2) zugewandten Seite zumindest einen Chip (13) 
und zumindest zwei elektrische Leiter (14) aufweist, 
wobei die Leiter (14) und der Chip (13) elektrisch 
leitend verbunden sind und wobei die Leiter (14) 
Gegenkontakte (15, 16) aufweisen, die mit den An- 60 
schluBkontakten (8, 9) der Induktionsspule (5) ver- 
bunden sind 

2. Chipkarte (1) nach Anspruch 1, wobei das Chip- 
tragerelement (1 1) auf der der Transponderfolie (2) 
abgewandten Seite Kontaktflachen (17) aufweist 65 
und wobei die Kontaktflachen (17), der Chip (13) 
und die Leiter (14) durch eine elektrische Verbin- 
dung (18) miteinander verbunden sind 



3. Chipkarte nach Anspruch 1, wobei das Chiptra- 
gerelement (11) auf der der Transponderfolie (2) 
abgewandten Seite durch die ebene Oberflache (19) 
des Substrats (12) begrenzt ist, wobei das Chiptra- 
gerelement (11) oberflachenbundig in der die Aus- 
nehmung (10) aufweisenden Abdeckfolie (3) ange- 
ordnet ist und wobei durch induktive oder kapaziti- 
ve Kopplung Energie und Daten von der Chipkarte 
(1) kontaktlos auf ein SchreibVLesegerat (20) uber- 
tragbarsind 

4. Chipkarte (1) nach Anspruch 3, wobei die die 
Abdeckfolie (3) tiefziehbar und als Schutzfolie (21) 
ausgebildet ist und das Chiptragerelement (1 1) voll- 
standig uberdeckt 

5. Chipkane (1) nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
wobei die Induktionsspule (5) zwischen den An- 
schluBkontakten (8, 9) spiralig ausgebildet ist und 
den Chip (13) mit zumindest einer Windung (22) 
umfangsseitig ganz umschlieBt und wobei die am 
Chiptragerelement (11) angeordneten Leiter (14) 
eine Kontaktbrucke bilden und die Windung (22) an 
zumindest einer Stelle kurzschluBfrei ubergreif ea 

6. Chipkarte (1) nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
wobei sich die Windung (22) im wesentlichen ent- 
lang des umfangsseitigen Rands (23) der Chipkarte 
(l)erstreckt 

7. Chipkane (1) nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
wobei das Chiptragerelement (11) von Durchbre- 
chungen (24) durchdrungen ist, die auf AnschluB- 
kontakte (8, 9) munden. 

8. Chipkarte (1) nach Anspruch 7, wobei die die 
Durchbrechungen (24) begrenzenden Wandungen 
jeweils eine metallische Oberflachenbeschichtung 
(25) aufweisen und wobei die Oberflachenbeschich- 
tung (25) die Gegenkontakte (15, 16) anliegend be- 
ruhrt 
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